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二、说明、目录、图表目录

 光芯片，一般指光子芯片，是光模块中完成光电信号转换的直接芯片。光芯片是将磷化铟的

发光属性和硅的光路由能力整合到单一混合芯片中。当给磷化铟施加电压时产生光束，光束

进入硅片的波导，产生持续的激光束，激光束可以驱动其他硅光子器件。

光子能够对现有的电子芯片性能进行大幅度提升，解决电子芯片解决不了的功耗、访存能力

和计算机整体性能等难题。更为重要的是，过去电子芯片主要应用于计算和存储领域，而光

子芯片可以在信息获取、信息传输、信息处理、信息存储及信息显示等领域催生众多新的应

用场景。可以说，信息时代的基础设施是电子芯片，人工智能时代将更多地依托光子芯片，

光子芯片是未来新一代信息产业的基础设施和核心支撑。  

在市场规模方面，2020-2024年，我国光芯片市场规模呈增长态势。2024年，我国光芯片市场

规模为4.2亿美元，同比增长9.52%；2024年，我国光芯片市场规模大约为6.7亿美元。在专利技

术方面，2020-2024年，我国光子芯片技术领域专利申请量总体呈增长趋势。我国光子芯片技

术领域专利申请量的峰值出现在2024年，达到50件；2024年，我国光子芯片技术领域专利申请

量为47件。  

在政策方面，2024年1月，工信部发布了《基础电子元器件产业发展行动计划（2020-2024年）

》，在光通信器件方面提出，重点发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和

外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动

器和跨阻抗放大器芯片。2024年3月，工信部发布了《&ldquo;双千兆&rdquo;网络协同发展行

动计划（2020-2024年）》，计划在国内适度超前部署&ldquo;双千兆&rdquo;网络，同步提升

骨干传输、数据中心互联和5G承载等网络各环节的承载能力。2024年11月，工信部发布

《&ldquo;十四五&rdquo;信息通信行业发展规划》要求全面部署新一代通信网络基础设施，全

面推进5G移动通信网络、千兆光纤网络、骨干网、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等的建

设或升级；统筹优化数据中心布局，构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施；积极发展

工业互联网和车联网等融合基础设施。《&ldquo;十四五&rdquo;信息通信行业发展规划》指明

信息基础设施建设的目标，在规划目标落地的过程中，光芯片需求量也将不断增长。  

中企顾问网发布的《2025-2031年中国光芯片行业发展趋势与行业前景预测报告》共十一章。

报告首先介绍了光芯片行业的相关概述，接着分析了光电子器件发展状况，然后对中国光芯

片行业发展环境、光芯片行业和典型下游应用市场发展做了详细分析，并介绍了光芯片技术

的发展状况；接下来，报告对国内外重点企业经营状况进行了详细分析；最后，报告对光芯

片行业投资项目以及投资状况作了详细解析，并对其未来发展前景进行了科学合理的预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以



及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业

核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对光芯片行业有个系统深入的了解、或者想

投资光芯片相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。  
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